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要　　旨

　メチオニン及び界面活性剤を添加剤とする環境調和型スルホコハク酸浴から得られた種々の合金組成を有する

Cu‒Sn合金めっき皮膜を金めっき下地として適用し，塩水噴霧試験により耐食性を評価した結果，スペキュラム

合金組成を有するCu‒40～55%Sn合金皮膜を金めっき下地として適用することにより，従来の光沢ニッケルめっ

きに比べ，耐食性が飛躍的に向上することが判明した。

　さらに結晶構造，アノード分極特性について調べ，耐食性向上のメカニズムを検討した結果，表層Auめっきの

ピンホールにおいて露出したCu‒40～55%Sn合金皮膜部位が直ちに不働態化する，金属間化合物η相（Cu6Sn5）固

有の耐腐食特性に起因することが示唆された。

　本Cu‒Sn合金めっき法は，低コスト化に貢献できる環境調和かつ高耐食性金めっきプロセスとしての適用が期

待できる。
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